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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen
kénnen.

®

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefihrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.

A

© 2016- 2020 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder
entsprechenden Tochtergesellschaften. Andere Marken kdnnen Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen fur Ihr System sind in diesem Abschnitt enthalten.
Themen:

¢ Abmessungen des Systems

*  Gehdusegewicht

¢ Technische Daten des Prozessors

. Unterstltzte Betriebssysteme

¢ PSU - Technische Daten

¢ Technische Daten der Systembatterie

*  Erweiterungsbus — Technische Daten

*  Arbeitsspeicher — Technische Daten

«  Speicher-Controller — Technische Daten
. Laufwerk — Technische Daten

. Ports und Anschlisse - Technische Daten
¢ Grafik — Technische Daten

*  Umgebungsbedingungen

Abmessungen des Systems

Dieser Abschnitt beschreibt die Abmessungen des Systems.
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Abbildung 1. Die Gehduseabmessungen des PowerEdge R740xd-Systems
Tabelle 1. Abmessungen
System- Xa Xb Y Za (mit Za (ohne Zb Zc
Blende) Blende)
PowerEdge R740xd 482,0 mm 434,0 mm 86,8 mm 35,84 mm 22,0 mm 678,8 mm 715,5 mm
(898 zoly | a7.00zony | G420 | 4.41 70l 087 Zoly | (2872 20l (2817 Zoll)
Gehausegewicht

Tabelle 2. Gehdausegewicht

System-

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)

Systeme mit 2,5-Zoll-Laufwerken

28,1kg (61,95 Ib)

System mit 3,5-Zoll-Laufwerken

33,1 kg (72,911b)

Technische Daten des Prozessors

Das PowerEdge R740xd-System unterstiitzt bis zu zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren mit bis zu 28 Kernen pro Prozessor.

®|ANMERKUNG: Prozessorsockel sind nicht Hot-Plug-fahig.

Technische Daten




Unterstutzte Betriebssysteme

Das PowerEdge R740xd-System unterstitzt die folgenden Betriebssysteme:
Canonical Ubuntu LTS

Citrix XenServer

Microsoft Windows Server mit Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

®| ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/ossupport.

PSU - Technische Daten

Das PowerEdge R740xd-System unterstltzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstromnetzteile.

Tabelle 3. PSU - Technische Daten

Netzteil Klasse Wiarmeabgabe | Frequenc | Spannung Hochspann | Niedrigspan | Gleich | Strom
(maximal) y ung 200- nung 100- strom
(Speicher 240V 140V (DC)
taktrate)
495 W Platin 1908 BTU/h 100-240 V 495 W 495 W - 6,5-3 A
Wechselstr 50/60 Hz Wechselstrom,
om autom.
Bereichseinstellung
750 W Platin 2891 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 750 W 750 W - 10-5A
Wechselstr Wechselstrom,
om autom.
Bereichseinstellung
750 W Titan 2843 BTU/h 50/60 Hz |200-240 V 750 W - 5A
Wechselstr Wechselstrom,
om autom.
Bereichseinstellung
750 W Platin 2891 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 750 W 750 W - 10-5A
Gemischter Wechselstrom,
Modus autom.
HVDC (nur Bereichseinstellung
far China) - -
Platin 2891 BTU/h k. A. 240V Gleichstrom, |- - 750W |45A
autom.
Bereichseinstellung
750 W Platin 2891 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 750 W 750 W - 10-5A
Gemischter Wechselstrom,
Modus autom.
Bereichseinstellung
Platin (Nur |2891BTU/h k. A. 240V Gleichstrom, |- - 750W |5A
fUr China) autom.
Bereichseinstellung
100 W Platin 4100 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 100 W 1050 W 12A-6,5A
Wechselstr Wechselstrom,
om autom.
Bereichseinstellung
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Tabelle 3. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Netzteil Klasse Waiarmeabgabe | Frequenc | Spannung Hochspann | Niedrigspan | Gleich | Strom
(maximal) y ung 200- nung 100- strom
(Speicher 240V 140V (DC)
taktrate)
1100 W k. A. 4416 BTU/h k. A. - (48Vbis-60V) |- - MOOW |32A
Gleichstro Gleichstrom, autom.
m Bereichseinstellung
1100 W Platin 4100 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 100 W 1050 W 12A-6,5A
Gemischter Wechselstrom,
Modus autom.
HVDC (nur Bereichseinstellung
far China
und Japan) k. A. 4100 BTU/h k. A. 20Q—380 \ - - MOOW |64A-32A
Gleichstrom, autom.
Bereichseinstellung
1600 W Platin 6000 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 1600 W 800 W -
Wechselstr Wechselstrom, 10A
om autom.
Bereichseinstellung
Wechselstr | Platin 7500 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 2000 W 1000 W -
om, Wechselstrom, "5 A
2 000 W autom. '
Bereichseinstellung
Wechselstr | Platin 9000 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 2400 W 1400 W -
om, Wechselstrom, 16 A
2400 W autom.
Bereichseinstellung

@ ANMERKUNG: Die Wé&rmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

@ ANMERKUNG: Dieses System ist auf3erdem flr den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Auf3enleiterspannung von héchstens

240 V konzipiert.

@ ANMERKUNG: Fir Netzteile, die auf 1100 W HDVC im gemischten Modus oder 1100 W Wechselstrom und héher ausgelegt sind, ist

Technische Daten der Systembatterie

Hochspannung (200-240 V Wechselstrom) erforderlich, damit diese die Nennleistung erreichen kénnen.

Das PowerEdge R740xd-System unterstitzt eine CR 2032 (3,0 V) Lithium-Knopfzellen-Systembatterie.

Erweiterungsbus - Technische Daten

Das PowerEdge R740xd-System unterstiitzt bis zu acht PCI-Express-Erweiterungskarten (PCle-Erweiterungskarten) der 3. Generation,
die auf der Systemplatine mittels Erweiterungskarten-Risern installiert werden kénnen. Die folgende Tabelle enthalt ausfuhrliche Angaben

zu den technischen Daten der Erweiterungskarten-Riser:

Tabelle 4. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen

Erweiterungs | PCle-Steckpladtze Hohe Bauldnge Link
karten-Riser auf dem Riser
Riser 1A Slot 1 Volle Bauhthe Volle Baulédnge x16
Steckplatz 3 Volle Bauhthe Halbe Bauldnge x16
Riser 1B Slot 1 Volle Bauhthe Volle Baulédnge x8
Steckplatz 2 Volle Bauhthe Volle Baulédnge x8

Technische Daten




Tabelle 4. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen (fortgesetzt)

Steckplatz 3: x8- | Prozessor 1
Steckplatz voller
Bauhdohe und

halber Baulange

Erweiterungs | PCle-Steckpladtze Hohe Bauldnge Link
karten-Riser auf dem Riser
Steckplatz 3 Volle Bauhthe Halbe Baulédnge x8
Riser 1D Slot 1 Volle Bauhthe Volle Baulange x16
Steckplatz 2 Volle Bauhthe Volle Bauldnge x8
Steckplatz 3 Volle Bauhthe Halbe Baulédnge x8
Riser 2A Steckplatz 4 Volle Bauhthe Volle Baulédnge x16
Steckplatz 5 Volle Bauhthe Volle Bauldnge x8
Steckplatz 6 Low-Profile Halbe Baulédnge x8
Riser 2B Steckplatz 4 Low-Profile Halbe Baulédnge x8
Riser 2C Steckplatz 4 Low-Profile Halbe Baulange x16
Riser 3A Slot 7 Volle Bauhthe Volle Baulédnge x8
Steckplatz 8 Volle Bauhthe Volle Baulédnge x16
Tabelle 5. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser
Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessor PCle- Prozessor PCle- Prozessor
Konfiguration chreibung Steckplatze auf | anschluss | Steckplatze auf | anschluss | Steckplatze auf | anschluss
und Riser 1 Riser 2 (Hohe Riser 3 (Hohe
unterstiitzte (Bauhohe und und Lénge) und Lénge)
Riser Baulédnge)
Riser- Keine PCle- k. A. k. A k. A k. A. k. A k. A
Konfiguration O | Steckpléatze (nur
mit oder ohne rlckseitiger
rlickseitigem Speicher)
Speicher (kein
Riser)
Steckplatz 1: x8- | Prozessor 1
Steckplatz voller
Bauhdthe und
i voller Baulange
Riser-
Konfiguration 1 | Vier x8- Steckplatz 2: x8 | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x8
mit oder ohne Steckplatze und | mit voller mit flachem Profil Prozessor 1 | k. A KA
rlickseitigem rlickseitiger Bauhthe und und halber o o
Speicher (1B Speicher voller Bauldnge Baulange
+2B
) Steckplatz 3: x8- | Prozessor 1
Steckplatz voller
Bauhodhe und
halber Bauldnge
Steckplatz 1: x8- | Prozessor 1
Steckplatz voller
Bauhohe und
) i voller Bauldnge
Riser- Drei x8-
Konfiguration 2 | Steckplatze und | Steckplatz 2: x8 | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x16
mit oder ohne ein x16- mit voller mit flachem Profil Prozessor 2 | k. A KA
rckseitigem Steckplatz und | Bauhdhe und und halber o o
Speicher (1B rlckseitiger voller Bauldnge Baulange
+2C) Speicher

8 Technische Daten




Tabelle 5. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser (fortgesetzt)

Steckplatz 3: x8-
Steckplatz voller
Bauhsdhe und
halber Baulange

Prozessor 1

Steckplatz 6: x8
mit flachem Profil
und halber
Baulange

Prozessor 1

Bauhohe und
voller Bauldnge

Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessor PCle- Prozessor PCle- Prozessor
Konfiguration chreibung Steckplatze auf | anschluss | Steckpldtze auf | anschluss | Steckplatze auf | anschluss
und Riser 1 Riser 2 (Hohe Riser 3 (Hohe
unterstiitzte (Bauhéhe und und Lénge) und Lange)
Riser Baulédnge)
Steckplatz 1: x16 | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x16 | Prozessor 2
mit voller mit voller Bauhdhe
Bauhsdhe und und voller
voller Bauldnge Baulange
Riser- Zwei x8- und k. A. k. A. rSntl(tec\:/l;ﬂI;tlzB ;SU rfghe Prozessor 2
Konfiguration 3 | drei x16- und voller k. A k. A
(1A+2A) Steckplatze N
Baulange
Steckplatz 3: x16 | Prozessor 1 | Steckplatz 6: x8 Prozessor 1
mit voller mit flachem Profil
Bauhdthe und und halber
halber Baulange Baulange
Steckplatz 1: x16 | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x16 | Prozessor 2 | Steckplatz 7: X8 | Prozessor
mit voller mit voller Bauhthe mit voller 2
Bauhodhe und und voller Bauhohe und
voller Bauldnge Baulédnge voller Baulange
' k. A. k. A. Steckplatz 5: x8 Prozessor 2 | Steckplatz 8: x16 | Prozessor
Riser- ) ) . ‘. .
' ) Drei x8- und vier mit voller Bauhthe mit voller 2
Konfiguration 4 - ..
x16-Steckplatze und voller Bauhohe und
(1A+2A+3A) - N
Bauléange voller Baulange
Steckplatz 3: x16 | Prozessor 1 | Steckplatz 6: x8 Prozessor 1
mit voller mit flachem Profil
Bauhsdhe und und halber
halber Baulange Baulange
Steckplatz 1: x8- | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x16 | Prozessor 2 | Steckplatz 7: x8 | Prozessor
Steckplatz voller mit voller Bauhthe mit voller 2
Bauhsdhe und und voller Bauhohe und
voller Bauldnge Baulange voller Baulange
) Steckplatz 2: x8 | Prozessor 1 | Steckplatz 5: x8 Prozessor 2 | Steckplatz 8: x16 | Prozessor
Riser- Sechs x8- und . . - .
' ) ) mit voller mit voller Bauhdhe mit voller 2
Konfiguration 5 | zwei x16- i .
i Bauhsdhe und und voller Bauhéhe und
(1B+2A+3A) Steckplatze N N N
voller Bauldnge Baulange voller Baulédnge
Steckplatz 3: x8- | Prozessor 1 | Steckplatz 6: x8 Prozessor 1
Steckplatz voller mit flachem Profil
Bauhdthe und und halber
halber Baulange Baulange
Steckplatz 1: x16- | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x16 | Prozessor 2 | Steckplatz 7: X8 | Prozessor
Steckplatz voller mit voller Bauhthe mit voller 2
Bauhodhe und und voller Bauhohe und
voller Baulédnge Baulédnge voller Baulange
' . Steckplatz 2: x8 | Prozessor 1 | Steckplatz 5: x8 Prozessor 2 Prozessor
Riser- Funf x8- und . . ‘.
) ) . mit voller mit voller Bauhthe 2
Konfiguration 6 | drei x16- Bauhohe und und voller
(ID+2A+3A) Steckplatze ) ) Steckplatz 8: x16
voller Bauléange Bauléange mit voller
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Tabelle 5. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser (fortgesetzt)

Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessor PCle- Prozessor PCle- Prozessor
Konfiguration chreibung Steckplatze auf | anschluss | Steckpldtze auf | anschluss | Steckplatze auf | anschluss
und Riser 1 Riser 2 (Hohe Riser 3 (Hohe
unterstiitzte (Bauhéhe und und Lénge) und Lange)
Riser Baulénge)
Steckplatz 1: x16 | Prozessor 1 | Steckplatz 4: x16 | Prozessor 2 | Steckplatz 7: x8 | Prozessor
mit voller mit voller Bauhdhe mit voller 2
Bauhsdhe und und voller Bauhohe und
voller Bauldnge Baulange voller Baulange
) k. A. k. A. Steckplatz 5: x8 Prozessor 2 | Steckplatz 8: x16 | Prozessor
Riser- i ) . N .
' ) Drei x8- und vier mit voller Bauhdhe mit voller 2
Konfiguration 9 N .
x16-Steckplatze und voller Bauhohe und
(1A+2D+3A) .. .,
Baulange voller Baulange

Steckplatz 3: x16
mit voller
Bauhthe und
halber Baulange

Prozessor 1

Steckplatz 6: x8
mit flachem Profil
und halber
Baulange

Prozessor 1

@ ANMERKUNG:

e Riser-Steckplatze sind nicht Hot-Plug-fahig.

e Interne Kabelanschlisse sind nicht Hot-Plug-fahig.

Arbeitsspeicher — Technische Daten

Tabelle 6. Arbeitsspeicher — Technische Daten

Einzelprozessor Zwei Prozessoren
Speichermoduls | DIMM- DIMM- DIMM-
ockel Typ Rank Kapazitat RAM RAM RAM (Minimum) | RAM (Maximum)
(Minimum) (Maximum)
Octa-Rank 1128 GB 128 GB 1,5TB 256 GB 3TB
LRDIMM
Quad-Rank |64 GB 64 GB 768 GB 128 GB 1,5TB
Single-Rank |8 GB 8GB 96 GB 16 GB 192 GB
Zweifach 16 GB 16 GB 192 GB 32 GB 384 GB
RDIMM
Zweifach 32 GB 32 GB 384 GB 64 GB 768 GB
Zweifach 64 GB 64 GB 768 GB 128 GB 1536 GB
Single-Rank |16 GB Nicht Nicht RDIMM: 192 GB RDIMM: 384 GB
NVDIMM unterstutzt unterstUtzt mit _ _
-N mit einzelnem | einzelnem NVDIMM-N: NVDIMM-N: 192
Vierundzwanzig, Prozessor Prozessor 16 GB GB
288-polig
- 128 GB RDIMM: RDIMM: 384 RDIMM: 384 GB | LRDIMM: 1536 GB
192 GB GB
DCPMM: DCPMM: DCPMM: 1536 GB | DCPMM: 1536 GB
128 GB 128 GB
- 256 GB - - RDIMM: 192 GB LRDIMM: 1536 GB
DCPMM
- - DCPMM: DCPMM: 3072 GB
2048 GB
- 512 GB - - RDIMM: 384 GB | RDIMM: 1536 GB
- - DCPMM: DCPMM: 6144 GB
4096 GB

10
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ANMERKUNG: 8-GB-RDIMM und NVDIMM-N diirfen nicht kombiniert werden.
ANMERKUNG: 64-GB-LRDIMMs und 128-GB-LRDIMMs durfen nicht kombiniert werden.
ANMERKUNG: Fur Konfigurationen, die NVDIMM-N unterstttzen sind mindestens zwei Prozessoren erforderlich.

ANMERKUNG: DCPMMs kénnen mit RDIMMs und LRDIMMSs kombiniert werden.

ANMERKUNG: Die Kombination von DDR4-DIMM-Typen (RDIMM, LRDIMM) in einem Kanal, einem Integrated Memory Controller
(iMC), einem Sockel oder Uber mehrere Sockel hinweg wird nicht unterstutzt.

ANMERKUNG: x4-und x8-DDR4-DIMMs kénnen in einem Kanal kombiniert werden.

ANMERKUNG: Eine Kombination aus Betriebsmodi des persistenten Intel Speichermoduls fur Rechenzentren (App Direct,
Speichermodus) wird in einem Sockel oder Uber mehrere Sockel hinweg nicht unterstiitzt.

ANMERKUNG: Speicher-DIMM-Steckplétze sind nicht Hot-Plug-fahig.

peicher-Controller - Technische Daten

PowerEdge R740xd-System unterstitzt Folgendes:

Interne Speicher-Controller-Karten: PowerEdge RAID Controller (PERC) H330, PERC H730P, PERC H740P, HBA330, S140 und Boot
Optimized Server Storage (BOSS-81).

Die BOSS-Karte ist eine einfache Karte fir RAID-Losungen, die speziell zum Starten eines Serverbetriebssystems bestimmt ist. Die
Karte unterstutzt bis zu zwei M.2-SATA-Laufwerke mit 6 Gbps. Die BOSS-Adapterkarte verfugt tber einen x8-Anschluss mit PCle
Gen 2.0-x2-Lanes, der nur fur flache Bauweise und halbe Bauldnge verfligbar ist.

Externe Speicher-Controller-Karten: PERC H840 und 12 Gbit/s-SAS-HBA.

|ANMERKUNG: Der Mini-PERC-Sockel ist nicht Hot-Plug-fahig.

Laufwerk — Technische Daten

Laufwerke

Das

PowerEdge R740XD-System unterstitzt SAS-, SATA-, Nearline-SAS-Festplattenlaufwerke und SSDs sowie NVMe-Laufwerke.

Tabelle 7. Unterstiitzte Laufwerksoptionen fiir das PowerEdge R740XD-System

Ko

nfiguration Beschreibung

System mit 12 Laufwerken Bis zu 12 vorderseitig zugangliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-SAS) in

den Steckplétzen 011

System mit 14 Laufwerken Bis zu 12 vorderseitig zugéngliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-SAS) in

den Steckplatzen 0—11 und bis zu zwei rickseitig zugéangliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS,
SATA oder Nearline-SAS) in den Steckplatzen 12-13

System mit 16 Laufwerken Bis zu 12 vorderseitig zugangliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-SAS) in

den Steckplatzen 0—11 und bis zu vier rickseitig zugéangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS,
SATA oder Nearline-SAS) in den Steckplatzen 12-15

System mit 18 Laufwerken Bis zu 12 vorderseitig zugéngliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-SAS) in

den Steckplatzen 011, bis zu vier mittige 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-
SAS) in den Steckplatzen 14-17 und bis zu zwei rickseitig zugangliche 3,5-Zoll-Laufwerke
(SAS, SATA oder Nearline-SAS) in den Steckplatzen 12-13

System mit 20 Laufwerken Bis zu 12 vorderseitig zugéngliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-SAS) in

den Steckplatzen 011, bis zu vier mittige 3,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA oder Nearline-

Technische Daten 1"



Tabelle 7. Unterstiitzte Laufwerksoptionen fiir das PowerEdge R740XD-System (fortgesetzt)

Konfiguration

Beschreibung

SAS) in den Steckplatzen 16—19 und bis zu vier rlickseitig zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke
(SAS, SATA oder Nearline-SAS) in den Steckplatzen 12-15

System mit 24 Laufwerken

Bis zu 24 vorderseitig zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD oder NVMe) in den
Steckplatzen 0-23

System mit 24 Laufwerken

Bis zu 12 vorderseitig zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD) in den Steckplatzen 0—
1 und bis zu 12 2,5-Z0ll-SATA-/SAS-/NVMe-Laufwerke in den 12 universellen
Steckplatzen 12-23

System mit 24 Laufwerken

Bis zu 24 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke in Schacht 1 (Steckplatze 0—11) und Schacht 2
(Steckplatze 0-11)

System mit 24 Laufwerken

Bis zu 24 2,5-Z0oll-NVMe-Laufwerke oder bis zu acht 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS oder
SATA) in Schacht 1 (Steckplatze 0—7) mit NVMe-Laufwerken in den Ubrigen Steckplatzen

System mit 28 Laufwerken

Bis zu 24 vorderseitig zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD oder NVMe) in den
Steckplatzen 0—23 und bis zu vier rickseitig zugéngliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD
oder NVMe) in den Steckplatzen 24-27

System mit 32 Laufwerken

Bis zu 24 vorderseitig zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD oder NVMe) in den
Steckplatzen 0-23, bis zu vier mittige 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD oder NVMe) in den
Steckplatzen 28—31 und bis zu vier rickseitig zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SSD
oder NVMe) in den Steckplatzen 24-27

@ ANMERKUNG: Universelle Steckplatze sind Steckplatze, die SAS-/SATA-Festplatten/-SSDs oder NVMe-Laufwerke im selben

Steckplatz unterstitzen.

Ports und Anschlusse - Technische Daten

USB-Ports

Das PowerEdge R740xd-System unterstiitzt Folgendes:

NIC-Ports

Zwei USB 2.0-konforme Ports auf der Vorderseite des Systems

Einen internen USB 3.0-konformen Port

Ein Micro-USB 2.0-konformer Port auf der Vorderseite des Systems fur iDRAC Direct
Zwei USB 3.0-konforme Ports auf der Rickseite des Systems

Das PowerEdge R740xd-System unterstitzt bis zu vier Netzwerkschnittstellen-Controller (NIC)-Anschlissen, die auf der
Netzwerktochterkarte (NDC) integriert sind und in den folgenden Konfigurationen verfiigbar sind:

Vier RJ-45-Anschllisse mit Unterstitzung fur 10, 100 und 1.000 Mbit/s

Vier RJ-45-Anschliisse mit Unterstitzung fr 100 Mbit/s, 1 Gbit/s und 10 Gbit/s

Vier RJ-45-Anschlisse, wobei zwei Anschlisse maximal 10 und die anderen beiden Anschlisse maximal 1 Gbit/s unterstitzen
Zwei RJ-45-Anschlisse mit Unterstitzung flr bis zu 1 Gbit/s und zwei SFP+-Anschliisse mit Unterstitzung fur bis zu 10 Gbit/s
Vier SFP+-Anschlisse mit Unterstltzung fur bis zu 10 Gbit/s

Zwei SFP28-Anschliisse mit Unterstltzung fur bis zu 25 Gbit/s

®| ANMERKUNG: Sie kénnen bis zu acht PCle-Add-on-NIC-Karten einsetzen.

®|ANMERKUNG: Der NDC-Steckplatz ist nicht Hot-Plug-fahig.
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VGA-Ports

Uber den VGA-Port (Video Graphic Array) kénnen Sie das System an ein VGA-Display anschliefen. Das PowerEdge R740xd-System
unterstitzt zwei 15-polige VGA-Ports auf der Vorder- und Rickseite.

@lANMERKUNG: Die VGA-Ports sind nicht Hot-Plug-fahig.

Serieller Anschluss

Das PowerEdge R740xd-System unterstitzt einen seriellen Anschluss auf der Ruckseite. Hierbei handelt es sich um einen 9-poligen
Anschluss, Data Terminal Equipment (DTE), 16550-konform.

@lANMERKUNG: Der serielle Port ist nicht Hot-Plug-fahig.

Internes Dual-SD-Modul oder vFlash-Karte

Das PowerEdge R740xd-System unterstiitzt das interne Dual-SD-Modul (IDSDM) und die vFlash-Karte. Bei PowerEdge-Servern der
14. Generation kénnen IDSDM (internes Dual-SD-Modul) und vFlash-Karte in einem einzigen Modul kombiniert werden und stehen in den
diesen Konfigurationen zur Verflgung:

e VFlash oder
e |DSDM oder
e VFlash und IDSDM

Das IDSDM bzw. die vFlash-Karte befindet sich auf der Rickseite des Systems in einem proprietaren Dell Steckplatz. Das IDSDM bzw. die
vFlash-Karte unterstitzt drei Micro-SD-Karten (zwei Karten fir IDSDM und eine Karte fur vFlash). Die MicroSD-Karte fur IDSDM ist mit
den Kapazitaten 16, 32 oder 64 GB verflgbar. Fur vFlash ist die MicroSD-Karte mit einer Kapazitat von 16 GB erhéltlich.

@lANMERKUNG: IDSDM- und vFlash-Steckplatz ist nicht Hot-Plug-fahig.

Grafik — Technische Daten

Das PowerEdge R740xd—System unterstUtzt einen integrierten Matrox G200eW3-Grafikcontroller mit 16 MB Videobildpuffer.

Tabelle 8. Unterstiitzte Optionen fiir die Videoauflosung

Lésung Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)
1024 X 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 X 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 X 900 60 8,16, 32
1.600 x 900 60 8,16, 32
1.600 x 1.200 60 8,16, 32
1.680 x 1.050 60 8,16, 32
1.920 x 1.080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

@lANMERKUNG: Die Aufldsungen 1.920 x 1.080 und 1.920 x 1.200 werden nur im Reduced-Blanking-Modus unterstitzt.
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Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Umgebungszertifizierungen finden Sie im Datenblatt zur Produktumgebung unter den
HandbuUchern und Dokumenten auf www.dell.com/poweredgemanuals.

Tabelle 9. Temperatur — Technische Daten

Temperatur

Technische Daten

Speicher

-40° C bis 65 °C (-40 °F bis 149° F)

Dauerbetrieb (fir Héhen unter 950 m oder 3.117 Fuf3)

10 ©C bis 35 °C (50 ©F bis 95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die
Geréte.

Maximaler Temperaturgradient (Betrieb und Lagerung)

20 °C/h (68°F/h)

Tabelle 10. Relative Luftfeuchtigkeit — Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten

Speicher

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (RL) bei einem max. Taupunkt von
33 °C (91 °F). Die Atmosphare muss jederzeit nicht kondensierend sein.

Wahrend des Betriebs

10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem maximalem Taupunkt von
29°C (84,2°F).

Tabelle 11. Zulassige Erschiitterung — Technische Daten

Zulassige Erschiitterung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

0,26 Gymg bei 5 Hz bis 350 Hz (alle drei Achsen)

Speicher

1,88 Gs bei 10 Hz bis 500 Hz Gber 15 Min. (alle sechs Seiten getestet).

Tabelle 12. Zulédssige Stof3einwirkung — Technische Daten

Zulassige Stof3einwirkung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

Sechs nacheinander ausgeflhrte Stof3e mit 6 G von bis zu 11 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung.

Speicher

Sechs nacheinander ausgefuhrte Stof3e mit 71 g von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof3 auf jeder Seite des
Systems)

Tabelle 13. Maximale Hohe — Technische Daten

Maximale Hohe iiber NN

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

3048 m (10.000 FuB)

Speicher

12.000 m (39.370 FuB)

Tabelle 14. Herabstufung der Betriebstemperatur - Technische Daten

Herabstufung der Betriebstemperatur

Technische Daten

Bis zu 35 °C (95 °F)

Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 Fuf3)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuf3).

35 ©C bis 40 ©C (95 °F bis 104 °F)

Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 Fuf3)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuf3).

40 °C bis 45 °C (104 ©F bis 113 °F)

Maximale Temperatur verringert sich um 1°C/125 m (1 °F/228 Fuf3)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuf3).
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Standardbetriebstemperatur

Tabelle 15. Technische Daten fiir Standardbetriebstemperatur

Standardbetriebstemperatur

Technische Daten

Dauerbetrieb (fir Héhen unter 950 m oder 3.117 Fuf3)

10 ©C bis 35 °C (50 ©F bis 95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die
Geréte.

Prozentbereich Luftfeuchtigkeit

10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem max. Taupunkt von 29 °C
(84,2 °F).

Erweiterte Betriebstemperatur

Tabelle 16. Erweiterte Betriebstemperatur — Technische Daten

Erweiterte Betriebstemperatur

Technische Daten

Dauerbetrieb

5 ©C bis 40 °©C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und einem

Taupunkt von 29 ©C.

(D| ANMERKUNG: Auf3erhalb der Standardbetriebstemperatur (10 °C bis
35 ©C) kann das System fortlaufend bei Temperaturen von nur 5 °©C bis
zu 40 ©C betrieben werden.

Bei Temperaturen zwischen 35 ©C und 40 °C verringert sich die maximal
zuldssige Temperatur oberhalb von 950 mum 1°C je 175 m (1 °F je
319 Fuf3).

< 1% der jahrlichen Betriebsstunden

—5 ©C bis 45 ©C bei 5 % bis 90 % RH bei einem Taupunkt von 29 °C.

@ ANMERKUNG: Auf3erhalb der Standardbetriebstemperatur (10 ©C bis
35 OC) kann das System fur maximal 1 % seiner jahrlichen
Betriebsstunden bis hinunter auf -5 ©C oder bis hinauf auf 45 °C
arbeiten.

Bei Temperaturen zwischen 40 ©C und 45 °C verringert sich die maximal
zulassige Temperatur oberhalb von 950 mum 1°C je 125 m (1 °F je
228 FuB).

®| ANMERKUNG: Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Systemleistung beeinflussen.

®

Umgebungstemperatur gemeldet werden.

ANMERKUNG: Bei Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kénnen im Systemereignisprotokoll Warnungen bezlglich der

Beschrankungen fur die erweiterte Betriebstemperatur

128 GB LRDIMM wird fur FAC nicht unterstitzt.

unterstitzt.
Ein redundantes Netzteil ist erforderlich.

PCle SSD wird nicht unterstitzt.

NVDIMM-Ns werden nicht unterstitzt.

DCPMMs werden nicht unterstitzt.

Mittlere Laufwerksfacher werden nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.
Bandsicherungseinheiten werden nicht unterstttzt.

Bei Temperaturen unter 5 ©C darf kein Kaltstart durchgefthrt werden.
Die Betriebstemperatur ist fur eine maximale Héhe von 3050 Metern (10.000 Fuf3) angegeben.
Prozessor mit 150 W/8 Kernen, 165 W/12 Kernen oder hdherer Wattleistung [Thermal Design Power (TDP) >165 W] wird nicht

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstitzt.

Hintere Speichergerate oder Laufwerke werden nicht unterstiitzt.
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Temperaturbeschrankungen

Die folgende Tabelle fihrt die flr eine effiziente Kihlung erforderliche Konfiguration auf.

Tabelle 17. Thermische Beschriankungen - Konfiguration

Standardkuhlkérper fur CPU
>125 W

Konfiguration | Anzahl Kuhlkorper Prozessor-/DIMM- | DIMM- Kihlgehdusety | Liifter
der Platzhalterkarte Platzhalte | p
Prozessor r
en
PowerEdge Ein 1U-Standardkihlkorper Vier
R740xd fir CPU <125 W StandardlUfter
- — Nicht und ein
1 E|n 2-HE-StandardkUhkSrper | grtorderlich ) Standard Platzhalter fur
far CPU > 125 W erforderlich e
LUftersteckplatz
e
PowerEdge Zwei 1U-Standardkuhlkorper
R740xd fur CPU <126 W
! . Nicht Sechs
2 Zwei 2-HE- Nicht erforderlich erforderlich | Stendard Standardlifter
StandardkUhlkérper fur CPU
>125 W
PowerEdge 1 Ein 1-HE-Kuhlkdrper mit Erforderlich Erforderlich | Nicht Sechs
R740xd mit hoher Leistung erforderlich Hochleistungsluf
mittlerem ter
Schacht
PowerEdge 2 Zwei 1-HE-KUhlkdrper mit Nicht erforderlich Erforderlich | Nicht Sechs
R740xd mit hoher Leistung erforderlich Hochleistungslif
mittlerem ter
Schacht
PowerEdge 2 Zwei 1-HE-Kuhlkdrper mit Nicht erforderlich Nicht GPU- Sechs
R740xd mit hoher Leistung erforderlich | Kiihigeh&duse Hochleistungsluf
GPU ter
PowerEdge Ein 1U-Standardkihlkorper
R740xd nur mit fiir CPU < 125 W Nicht Sechs
hinterem 1 : —— Erforderlich erforderlich Standard Hochleistungslaf
Laufwerk Ein 2-HE-Standardkihlkorper ter
far CPU > 125 W
PowerEdge Zwei 1U-Standardkuhlkdrper
R740xd nur mit far CPU <125 W Sechs
hinterem . Nicht . .
Lautwerk 2 Zwei 2-HE- Erforderlich erforderlich Standard Hochleistungsluf

ter

Beschrankungen der Umgebungstemperatur

Die folgende Tabelle fuhrt Konfigurationen auf, fir die eine Umgebungstemperatur von weniger als 35 ©C erforderlich ist.

@ ANMERKUNG: Der Grenzwert fur die Umgebungstemperatur muss eingehalten werden, um eine ordnungsgemafe Kuhlung zu
gewahrleisten und eine Uberméafiige Drosselung der CPU zu verhindern, was sich auf die Leistung des Systems auswirken kann.
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Tabelle 18. Auf der Konfiguration basierende Einschrankungen der Umgebungstemperatur

System- Riickwandplatine | Thermal Design | Prozessorkiihlk | Liuftertyp GPU Umgebungstem
Power (TDP) orper peratureinschra
fur den nkung
Prozessor

PowerEdge 12 x 3,5-Z0ll-SAS/ k. A. 25 °C

R740xd SATA + 4 x 3,5 Zoll

+2x3,5 Zall
24 x 2,5-Z0lI-SAS/ k. A. 25°C
SATA +4x 2,5 Zoll 150 W/8 K
+4x2,5 Zol orne, i i i §
165 W/12 Kerne, Hohe L;eS,tung in Hochlew;trungsluft
24 x2,5-Zoll-SAS/ | 200 W, 205 W Alle 30 °C
SATA
24 x NVMe Alle auf3er V100 | 30 °C
32 GB
22 x NVMe V100 32 GB 25 °C

Partikel- und gasformige Verschmutzung - Technische Daten

Die nachfolgende Tabelle definiert die Beschréankungen, mit deren Hilfe etwaige Schaden im System und Versagen durch partikel- und
gasférmige Verschmutzung vermieden werden kdnnen. Wenn die partikel- oder gasférmige Verschmutzung die spezifischen Werte der
Beschrankungen Uberschreitet und es zur Beschadigung oder einem Versagen des Systems kommt, missen Sie die
Umgebungsbedingungen moglicherweise korrigieren. Die Korrektur von Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Tabelle 19. Partikelverschmutzung — Technische Daten

Partikelverschmutzung

Technische Daten

Luftfilterung

Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

()| ANMERKUNG: Die Bedingungen geméf ISO Klasse 8 Zustand gelten
ausschliefdlich fur Rechenzentrumsumgebungen. Diese
Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf IT-Geréte, die fur
die Verwendung auf3erhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Buro
oder in einer Werkhalle, konzipiert sind.

@ ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss Uber
MERV11- oder MERV13-Filterung verfugen.

Leitfahiger Staub

Luft muss frei von leitfahigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitféhigen
Partikeln sein.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Korrosiver Staub

Luft muss frei von korrosivem Staub sein

Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen
Deliqueszenzpunkt von mindestens 60 % relativer Feuchtigkeit
verflgen.

ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

©)

Tabelle 20. Gasférmige Verschmutzung - Techni

sche Daten

Gasformige Verschmutzung

Technische Daten

Kupfer-Kupon-Korrosionsrate

<300 A/Monat pro Klasse G1 gemaf3 ANSI/ISA71.04-2013.

Silber-Kupon-Korrosionsrate

<200 A/Monat gemaf ANSI/ISA71.04-2013.
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@lANMERKUNG: Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse, gemessen bei <50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
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